
特 長 Features特 長 Features

●ＨＧＳ-5400は、シアンフリーの無電解金めっき液です。金塩として亜硫酸金ナトリウムを使用しております。

●任意の厚さに厚付け金めっきすることが可能です。

●分析補充管理することにより、連続使用が可能です。

HGS-5400 is non cyanide type electroless gold plating chemicals. Gold source is sodium gold sulfate.

Optional gold thickness control is possible.

 The life keep long by analyzing and replenishing ingredients.
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HGS-5400

用 途用 途 ApplicationsApplications

プリント配線板、パッケージ基板用無電解金めっき。
Electroless gold plating for PWB and package substrates.
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Process Chemicals

非シアン系無電解金めっき薬品非シアン系無電解金めっき薬品

Non Cyanide Type Electroless Gold Plating Chemicals
HGS-5400
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ソフトエッチング

触媒付与

無電解ニッケルめっき

置換金めっき

無電解金めっき

Cleaner

Soft etching

Catalyzing

Electroless Nickel Plating

Immersion Gold Plating

Electroless Gold Plating

HGS-100
HGS-500

　HGS-5400の金めっき表面形状 (金めっき厚：0.5μm)
　Gold surface of HGS-5400 with SEM  ( Gold plating rate ： 0.5μm )

Indirect method
( Using double tank in hot water )
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